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Vorwort

Mikrooptische Systeme und Komponenten sind Bestandteil von nahezu jedem High-
Tech Produkt im Alltag. Mikrooptische Baugruppen sind z. B. in Mobiltelefonen,
optischen Sensoren, medizintechnischen Gerdte zu finden und miissen hochst dy-
namische Marktanforderungen erfiillen. Bei der Herstellung mikrooptischer Kom-
ponenten aus Kunststoff gilt insbesondere, dass die Wirtschaftlichkeit des Produk-
tionsprozesses in groflem Mafl von dem Integrations- und Automatisierungsgrad
sowie von der Flexibilitdt beziiglich Stiickzahlen und Produktvarianten definiert
wird. Dementsprechend sind neue produktionstechnische Ansétze notwendig, um
die Wettbewerbsfihigkeit der mikrooptischen Branche langfristig zu sichern.

Mit der Foérderinitiative ,Fertigung mikrooptischer Bauteile und Systeme® aus
dem Programm ,,Rahmenkonzept Forschung fiir die Produktion von morgen® gibt
das Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BMBF) wichtige Impulse, um
die Produktionstechnik im Mikrooptik-Sektor durch Innovation nachhaltig zu kon-
solidieren. Forschungsprojekte mit Beteiligung von produzierenden Unternehmen,
insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), sind gefordert worden,
um neue Losungsanséatze fiir Schliisselprobleme der Branche weiterzuentwickeln. In
diesem Kontext hat sich das Verbundprojekt FASAMOS ,Flexibel automatisier-
tes, qualitatsgesteuertes Zweikomponenten-SpritzgieBen, Abtrennen und Montieren
funktionsintegrierter mikrooptischer Systeme aus Kunststoff die Etablierung einer
neuen, integrierten und losgroflenflexiblen Produktionsstrategie in der Mikrotech-
nik und Optik als Ziel gesetzt. Im Fokus von FASAMOS stand die Entwicklung
einer 2K-Mikrospritzgussmaschine mit integrierter Handhabungstechnik zur Ver-
einzelung, Systemmontage und automatischen In-Line-Qualitdtskontrolle. Das In-
tegrationskonzept von FASAMOS wurde anschlieflend in Fertigungszellen anhand
High-Value Anwendungsfille aus Kunststoff demonstriert.

Die Friichte der engagierten und interdisziplindren Zusammenarbeit des Konsorti-
ums FASAMOS werden im Detail in diesem Bericht der Offentlichkeit vorgestellt
und gleichzeitig dadurch die Breitenwirksamkeit des Verbundprojektes erhoht. Fiir
die beteiligten Partner eréffnen sich nach FASAMOS zahlreiche Verwertungsmog-
lichkeiten fiir die im Projekt erzielten Ergebnisse. Hersteller und Ausriister von
Mikrospritzgussanlagen und -komponenten, Dienstleister im Bereich der Automa-
tisierung sowie Anwender in der Sensor- und Medizintechnik, um nur ein paar Bei-
spiele zu erwdhnen, werden sicherlich von einem Wettbewerbsvorsprung profitieren
und einen wichtigen Beitrag zur Starkung der Produktion in Deutschland leisten.

Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)
Projekttrager Karlsruhe (PTKA)

Dr.-Ing. Alexander Lucumi

Februar 2011
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